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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX DE BASE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Troisiéme partie : Matériaux spéciaux utilisés en association avec les circuits imprimeés
Spécification n° 3 : Matériaux de revétement permanent en polymére
(épargne de brasage) pour utilisation dans la fabrication des cartes imprimées

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés pa ités|d’Etudes
ou spnt représentés tous les Comités nationanx s’intéressant a ces questions, exprime : 3 : possible
un dccord international sur les sujets examinés.

2) Ces|décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées ignaux.

3) Dars le but d’encourager P'unification internationale, la CEI exprime le veeing } Omités nationaux adoptent dans
leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans e s/hationales le pgrmettent,
Toufe divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale corresponda s la mesure dy possible,
étre [indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La présente spécification de la Normé interna CEL [¢ etablie par le Comité d’Etudes
n°® 52|de la CEI : Circuits imprimés.

Le fexte de cette SpéClﬁczﬂ\mest i sSu aes uivants
€ N 0! _,Jl‘
Hegle des Six Mois [\ Ra; vOote H océdure des Deux Mois Rapport de vole

52(BC)30 BC)3 \) 52(BC)324 52(BC)336A
52(BC)350 52(BE)365
NS

irtie intégrante de la présente spécification, alors que I'annexe B est [donnée
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS

Part 3 : Special materials used in connection with printed circuits

Specification No. 3: Permanent polymer coating materials (solder resist)

for use in the fabrication of printed boards

FOREWORD

1) The foral decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Techni¢a
NationTl Committees having a special interest therein are represented, express, as
consensps of opinion on the subjects dealt with.

2) They hgve the form of recommendations for international use and they are a
sense.

3) In ordef to promote international unification, the IEC expresses the wish thata
of the IEC recommendation for their national rules in so far as nationalcondition w1
IEC recommendations and the corresponding national rules should, a

This specification of the International
Committee No. 52 : Printed circuits.

The tekt of this speciﬂcation{'\based on

1i the

in that

e text
n the
er.

nical

N
Six Months’ Rule [\Mﬁ on Yotng iN_Twg Months’ Procedure Report on Voting

Full information
Reports |ndicated\i

Annex| A forn i : this specification whereas annex B is for information only

$2(C0)300 5XC)308 52(CO)324 52(CO)336A
$2(C0)350 | COY365
\Y%

the dpproval of this specification can be found in the Vting
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MATERIAUX DE BASE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Troisiéme partie : Matériaux spéciaux utilisés en association avec les circuits imprimés

Speécification n° 3 : Matériaux de revétement permanent en polymére

(épargne de brasage) pour utilisation dans la fabrication des cartes imprimées

1 Domaine d’application

La présente spécification de la CEI 249-3 fournit les méthodes d’essai, les modalités et les

exigences pour les épargnes de brasage telles qu’elles sont fabriquées e

Les épargnes de brasage pour les utilisations considérées dans
de I'un des deux types suivants, selon la spécification de I’acheteu

Type A — pour application par sérigraphie.
Type B — pour application par films photosensibles

— Film liquide
— Film sec

Cette spécification présente des classes (1,

INote — Le renvoi a

2 References no; :

Viguelir.

2.1 blications de 1a CEI

ROUT Un
d’épargne comprenant le matériau, le procédé d’application et une carpte|imprimée

consti

de la publica

les” pa

invit 2

ci-apresiles membres de la CEI et de 'ISO possédent le registre des normes internatio

Systéme

ent étre

ivement
et de la

b classes.

st faite,
moment
rision et
-3 sont
diquées
nales en

68-2-2: 1974, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique — Deuxiéme partie :

Essais - Essai B: Chaleur séche.

68-2-3: 1969, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique — Deuxiéme partie :

Essais - Essai Ca: Essai continu de chaleur humide.

68-2-14: 1984, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique — Deuxiéme

partie : Essais - Essai N : Variations de température.

68-2-20: 1979, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique — Deuxiéme

partie : Essais - Essai T: Soudure.
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1

2 Normative refer@

2.1

BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS

Part 3 : Special materials used in connection with printed circuits
Specification No. 3 : Permanent polymer coating materials (solder resist)
for use in the fabrication of printed boards

Scope

This specification of IEC 249-3 gives the test methods, conditions and requirements for solder

resgst material as manulactured and for a solder resist system which comprise
application process, and a printed board.

e materia

older resist for the uses considered in this specification may be on
by [the purchaser :

ype A — For screen printed patterns.
ype B — For photo definable patterns.

Wet film
Dry film

No
classes.

, the

edified

asEes

in| other

prqvisi igated
wer ecifi-
cat| N axe enssuraged to investigate the possibility of applying the most rg¢cent
edifi hig

val

IEC Padblications

ently

68-2-2: 1974, Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests - Tests B: Dry heat.

68-2-3: 1969, Basic environmental testing procedures — Part 2 : Tests - Test Ca: Damp heat,

steady state.

68-2-14: 1984, Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests - Test N : Change of

temperature.

68-2-20: 1979, Basic environmental testing procedures — Part 2 : Tests - Test T: Soldering.
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68-2-38: 1974, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique — Deuxiéme
partie : Essais - Essai Z/AD: Essai cyclique composite de température et d’humidité.

112: 1979, Méthode pour déterminer les indices de résistance et de tenue au cheminement des
mateériaux isolants solides dans des conditions humides.

194 : 1988, Termes et définitions concernant les circuits imprimés.
249-1: 1982, Matériaux de base pour circuits imprimés — Premiére partie : Méthodes d’essai.

249-2-5: 1987, Matériaux de base pour circuits imprimés — Deuxiéme partie : Spécifications —
Spécification n® 5: Feuille de tissu de verre époxyde recouverte de cuivre, d’inflammabilité
définie (essai de combustion verticale).

249-2-7: 1987, Matériaux de base pour circuits imprimés — Deuxiéme partie : Spécifications —

T¢

Specification n°® 7 : Feuille de papier cellulose phénolique recouverte de cuivrey,d’inflammabilité
définie (essai de combustion verticale).

250: 1969, Méthodes recommandées pour la détermination de la permittivité. Cteur de
dissipation des isolants électriques aux fréquences industrielles,\audjble ioéldctriques
(ondes métriques comprises).

326-2: 1990, Cartes imprimées — Deuxiéme partie : Mé

326-6: 1980, Cartes imprimées — Sixiéme partie :
couches rigides.

imprimées multi-

426 : 1973, Méthodes d’essais pour la déterminat 5 la cdrrodion electrolytique en prégence de
matériaux isolants. 6

Norme de I'ISO

2409 : 1972, Peintures et vernis - Eésai de quad

rmes et définitions

Les termes et
taires suiv@
3.1 coulureMe

3.2 résj ehary e _brasae surfaces

plémen-

bar seri-

e créent

3.4 ilit¢ hydrolytique de I’épargne de brasage: Aptitude d’une épargne de brjsage a
supporter une eXposition a une haute température et a ’humidité sans modification de son état
d’une facon irréversible.

3.5 manque d’épargne de brasage : Phénoméne rencontré 1a ou des surfaces adjacentes aux ou
entre les conducteurs ne sont pas recouvertes d’épargne de brasage.

3.6 bavure de soudure : Soudure adhérant 4 la surface de I’épargne de brasage aprés 'opération
de brasage.

3.7 frisage de Pépargne de brasage : Formation de crétes, de plis ou de sillons dans I'épargne de
brasage.

3.8 fluage a froid de I’épargne de brasage : Déformation de I’épargne de brasage en film sec
pouvant se produire lors du stockage. Les écoulements du film aux extrémités des rouleaux sont
la cause d’une non-uniformité de 1’épaisseur du film.
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68-2-38 : 1974, Basic environmental testing procedures — Part 2 : Tests - Test Z/AD : Composite
temperature/humidity cyclic test.

112 : 1979, Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insu-
lating materials under moist conditions.

194 : 1988, Terms and definitions for printed circuits.

249-1: 1982, Base materials for printed circuits — Part 1: Test methods.

249-2-5: 1987, Base materials for printed circuits — Part 2: Specifications — Specification
No. 5 : Epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability (vertical
burning test).

249-2.7: 1 :
Ng. 7: Phenolic cellulose paper copper-clad laminated sheet of defined flg

ation
tical

lissi-

pation factor of electrical insulating materials at power, audio and ie ding

3 Terms and definitions

ter

3.1
are
3.2
int
33

duri

34
ele]

The terms a
ms :

vated_temperatiire and humidity without an irreversible change of state.

de

ving

the

ireas

ither

re to

35

solder resist skipping: Phenomenon seen when surface areas adjacent to or between

conductors are not coated with solder resist.

3.6

solder webbing : Solder adhering to the surface of a solder resist after the soldering

operation.

37

3.8

solder resist wrinkling : The formation of ridges, creases, or furrows in solder resist.

solder resist cold flow: A deformation that may occur in dry film solder resist during

storage. The film flows out at the ends of the rolls resulting in non-uniform thickness.
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4 Evaluation des propriétés des épargnes de brasage

Les essais donnés ci-aprés pour I’évaluation et la conformité des épargnes de brasage sont
normalement effectués par le vendeur ; ils peuvent étre utilisés toutefois par le fabricant de cartes
imprimées ou l'utilisateur pour des controles de réception du matérian. Les comptes rendus
d’essais doivent s’en tenir aux propriétés définies dans larticle 4 de cette spécification.

4.1 Moisissures
(Essai a I’étude)

4.1.1 Eprouvette

Tr01s eprouvettes de 13 mm + 1 mm de large et de 125 mm =+ 5 mm de long recouvertes

42 |

Inflammabilité

Les revétements d’épargne de brasage durcie et appliquée ave

flamme d’un matériau de base classé FV 0, par exemple ils sont

vérifiés conformément a 4.3.4 de la CEI 249-1.
4.2.1 | Eprouvette

de large
bminale

43

1 dans le
tableau 1 sans degrad i erifié < : néthode

ristiques élegtriq 2 imprimeée. : ¢ i Evi di de résis-

Stabilité hydrolytique/vieillissement

Classe * Conditions CEI 68-2

N ° VC (93 *3)% HR 4 jours Essai Ca
Q 2 85°9C + 2°C 93 +2)% HR 10 jours -
3 83°C + 2°C (93 *3)% HR 56 jours —

4.3.1 —Eprouverie

Trois éprouvettes de matériau de base plaqué cuivre de 100 mm x 10 mm x 100 mm * 10 mm,

revétues d’épargne de brasage traitée et durcie selon les recommandations du fabricant, seront
évaluées.

4.4  Rigidité diélectrique normale au plan du revétement d’épargne de brasage

La rigidite di¢lectrique des revétements d’épargne de brasage doit étre égale ou supérieure a
40 V c.c./um lorsqu’ils sont vérifies conformément a 2.8 de la CEI 249-1 a la différence que
Pélectrode est placée comme indiqué a la figure 1. L’épaisseur du revétement sera déterminée
conformément a I’essai 15b de la CEI 326-2, coupe micrographique.
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4 Solder resist material properties evaluation

The tests in this clause for evaluation and conformance of solder resist are generally done by
the vendor, but may be used as an incoming material inspection procedure by the printed board
manufacturer or user. Test results are to be reported relative to properties defined in clause 4 of
this specification.

4.1 Mould growth
(Test under consideration)

4.1.1 Test specimen

Three test specimens 13 mm

COgtRg-applecd—and-cured—as

4.2  Flafnmability

Coatings of cured solder resist applied in the thickness and by a progé
by [the supplier, shall not reduce the flammability class of an EV (
example IEC 249-2-7 FV 0, when tested in accordance with 4.34

ended
, for

42.1 Tést specimen

Five coated and five uncoated specimens 13 mm A
shall be evaluated. The base material shall be
rating of FV 0, for example IEC 249.2>

long

bility

4.3  Hydrolytic stability/ageing

Coatings of cured solder resist shafl withstandthe hout
degradation of properties, when tested as sified\i (see
anpex A).

Noge — Certain types o 3 8 progucts capable of affecting the electrical characteristics of
the printed boa i 3 etectes arrying out the insulation resistance test after a steady state[damp

}2% \ \'/Conditions IEC 68-2

1 (93 *2)% RH 4 days Test Ca
< (93 *2)% RH 10 days —
3 93 *2)% RH 56 days —

4.3.1 Test specimen

Three copper-clad base material test specimens 100 mm + 10 mm x 100 mm * 10 mm, with
the solder resist coating applied and cured, as recommended by the manufacturer, shall be eval-
uated.

4.4 Electric strength normal to plane of solder resist coating

Coatings of solder resist shall meet or exceed the minimum value of 40 V d.c./um when tested
in accordance with 2.8 of IEC 249-1, except that the electrode shall be arranged as indicated in
figure 1. The thickness of the coating shall be determined in accordance with Test 15b of IEC
326-2, Microsection.
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4.5

4.5.1

4.6

4.6.1

4.7

4.7.1
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Eprouvette

Trois éprouvettes de matériau de base plaqué cuivre sur une face de 100 mm * 5

mm X

100 mm £ 5 mm, revétues d’épargne de brasage traitée et durcie selon les recommandations du

fabricant, seront évaluées.

Tension Electrode de
Revétement -—\ 2iamétre
d’épargne de brasage \;—\ 25mm = 1T mm

R

Feuille de cuivre ———._g.f

\ Stratifié

verre-époxyde

Ficure 1 — Electrode

fréquence @1
{ndice de résistance

sur unJnatériau de base d’une épaisseur nominale de 1,6 mm dont on aura enlevé compl
le cuivre par atfaque chimique.

La permittivité relative et le facteur de dissipatign diélectri haleur humide ef] reprise
Essai Ca — CEI 68-2-3) sont a mesurer a 2.7 de la CEI 249-1 et
1.1.2.2.2 de la CEI 250. Des mesuré ires y fréquences différentes de || MHz
hinsi que d’autres prescriptions pe le four-
hisseur. Les valeurs mesurées a chaque frétyuen jet-d’un compte rendu, de méme que
a méthode d’essai utilisée.

Eprouvette

L’éprouvette est établie émentia B250. Quatre éprouvettes, revétues d’épargne de

brasage traitée et|durcig s¢ amandations du fabricant, seront évaluées pour|chaque

ce par le

e traitée

et durcie 0 mmandatlons du fabrlcant, seront evaluees. Le revétement sera appliqué

ctement

Corrosion de bord (facultatif)

La corrosion de bord des feuilles de laiton ne doit pas étre inférieure au degré A/B

au pdle

positif et au degré 1,4 au pdle négatif, ’essai étant effectué conformément a 2.5 de la CEI 249-1

et a 3.2.5 de la CEI 426.

Eprouvette

Trois éprouvettes dont le format est spécifié dans la CEI 426, revétues d’épargne de brasage

traitée et durcie selon les recommandations du fabricant, sont évaluées. L’épargne de

brasage

durcie doit avoir une épaisseur de 0,05 mm + 0,01 mm et étre appliquée sur un substrat de verre

d’une épaisseur minimale de 3 mm.
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4.4.1 Test specimen

Three coated copper-clad (one side) specimens 100 mm + 5 mm x 100 mm % 5 mm, with the
solder resist coating applied and cured, as recommended by the manufacturer, shall be eval-
uated.

Power 25mm £ 1 mm
Solder resist diameter
coating electrode
\ o

Copper foil ———an F
I

\ Glass-epoxy
laminate
Ficure 1 — Electrode

4.5 Pen
Test
Ca 250.
Additi ay be
agi all be

ref

451 T¢g
.| with
the eval-

ual

46 Co
bd by

the

46.1 1T
' plied
an &d recomménded by the manufacturer, shall be evaluated. The coating shdll be
ap ling.

4.7 Corrosion at the edge (optional)

The edge corrosion of brass foils shall not be worse than A/B degree at the positive pole and
not worse than 1,4 degree at the negative pole when tested in accordance with 2.5 of IEC 249-1
and 3.2.5 of TEC 426.

4.7.1 Test specimen

Three specimens, of the size specified in IEC 426, with the solder resist coating applied and
cured as recommended by the manufacturer, shall be evaluated. The cured solder resist shall
have a thickness of 0,05 mm + 0,01 mm and be applied to a glass substrate with a minimum
thickness of 3 mm.
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5 Evaluation systématique de 1’épargne de brasage

5.1

5.2
52.1

5.2.1.

522

522

Les essais cités dans cet article permettent une évaluation combinée du revétement polymére,
de son application et des matériaux de base.

L’évaluation systématique de I’épargne de brasage doit étre utilisée par un fabricant d’épargne
pour exprimer les propriétés du revétement lorsqu’il est associé et essayé avec la carte imprimée.
Cette évaluation peut également étre utilisée par le fabricant de cartes imprimées ou par I"utili-
sateur pour choisir et qualifier un revétement d’épargne de brasage.

Eprouvette — Matériau de base

Le matériau de base plaqué cuivre de I’éprouvette est du type EP-GC-Cu comme spécifié dans
fa CEI 249-2-5. L'¢prouvettc peut elre une carte imprimee de produetion, une epjouvette
aj : entre le

fournisseur et I'utilisateur. Il convient que la préparation de la surfacé ¢ Stte spit faite
selon les recommandations du fabricant.

Essais mécaniques
Aptitude a l'usinage

des opérations de percage, de découpage, de détquraf e nt asso-
Ciées a la fabrication des cartes imprimées. C¢ ‘ S S h visuel

1 Eprouvettes

Trois éprouvettes de 100 mm + brasage
raitée et durcie selon e i bricant, sont évaluées. Les mémes éprouvettes

Adhérence
Le pour face du
matériau de bdsere essal de

Huadrillage ¢ u’il est
spécifie, dof [ries de
D mm, ¢ isak il a lame simple ou multiple. Pour une épargne de brasagd durcie

infeg 26 , on peut utiliser un espacement de 1 mm, aprés accord entre les
Six stries paralleles sont faites dans chaque direction sur une [surface
liniforme pinte puie et forment un réseau a 90°. Pour enlever les parties écailiées de
’épargng;\on utilise une brosse douce selon 'ISO 2409. L’essai au ruban adhésif, quand il est
specifié, doit étre effectué selon la méthode 13a de la CEI 326-2.

Eprouvettes

Trois éprouvettes ayant approximativement 100 mm x 100 mm contenant des zones de
25 mm x 25 mm de matériau de base et de métal, recouvertes d’épargne de brasage, sont
essayées par quadrillage.

Trois éprouvettes composées ou cartes imprimées de production comportant I’épargne de
brasage déposée et durcie, selon les recommandations du fabricant, sont évaluées par I’essai au
ruban adhésif. Le fournisseur et I'utilisateur doivent se mettre d’accord sur I’endroit le plus
appropri¢ d’une carte imprimée de production pour I’essai d’adhérence. Le coupon «G» de
I’éprouvette composée de la CEI 326-6 est utilisé pour cet essai.

Une impression spéciale (damier) facilitant ’évaluation est a P’étude.
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5 Solder resist system evaluation

The tests in this clause provide a combined evaluation of the polymer coating, its application,
and the substrates.

The solder resist system evaluation shall be used by a solder resist manufacturer to express the
properties as tested with an actual printed board(s). The solder resist system evaluation may also
be used by the printed board manufacturer or user to select and qualify a solder resist material.

5.1 Test specimen — Base material

The test specimen shall be made from Type EP-GC-Cu copper-clad base material, as speci-

GIL=D. C ) dy U d pPIUdy U [J (U DOUAlU—d VO [JU

5.2  Mdchanical tests

5.2.1  Machinability

The solder resist coating applied over the base matg 6 ar tear when subjpcted
to drilling, sawing, routing, or punching that is normally dsspciated/with.the printed board manu-
fa¢turing process. This property shall be determix vispal @a)spe tion without magnification.

5.2.1.1 |Test specimen

Three test specimens, 100 mm + 10
applied and cured as rgsommended
specimens may be used

1 0 mm, with the solder resist coating

mim
anu acturer, shall be evaluated. The sam¢ test
sable meéehanical tests in 5.2.1 through 5.2.4.

5.2.2 Adhesion

The maxi@p 0 ~ erial
arld/or conduttive material sk g 1n 3 ble 3

fo 2409

at S esses
legs than paci n the
in ¢ 1% allel’ cuts shall be made in the two directions to form a 90° Ihttice
patie 33y ymer

1l be

Test specimen

Three test specimens, approximately 100 mm x 100 mm, containing 25 mm x 25 mm areas
of solder resist coated base materials and solder resist coated metal shall be tested by cross-
cutting.

Three composite test patterns or production printed boards with the solder resist coating
applied and cured as recommended by the manufacturer shall be evaluated by the tape test.
Supplier and user shall agree upon the appropriate location on the production printed board for
determination of adhesion. Coupon “G” of the composite test pattern taken from IEC 326-6
shall be used for the test.

A special pattern (checkerboard) to ease evaluation is under consideration.
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TaBLEAU 2
Exigences pour l'adhérence (quadrillage)

Classification donnée

Conditionnement s
avant P'essai Type de surface selon I'ISO 2409
de quadrillage Classe 1 | Classe2 | Classe 3
Flottement sur un bain Surface uniforme
d’alliage de brasage et ininterrompue de :
(essai 19c de la CEI 326-2) — cuivre nu 1 0 0
— or ou nickel 1 1 0
— matériau de base 0 0 0
P(«h) d\l Pl\’dwlld;t;\lllll\alllvllt Suffaw ull;fUllllb
et ininterrompue de:
— métaux fusibles 2 1 0
(étain ou étain plomb) A (\
(Optionnel) Surface uniforme \\)
Essai Ca, sévérité 21 jours, et ininterrompue de :
de la CEI 68-2-3 — cuivre nu 2 1 0
— or ou nickel 2 1 0
— matériau de base I§ 0
— métaux fusibles 2 1
(Optionnel) Surface uniforme
Essai Na — 5 cycles —
de la CEI 68-2-14 1 0
2 1 0
1 0 0
3 2 1

TABLEAU 3
<\ Ex¥g pour Uadhérence (méthode du ruban adheésif)

Pourcentage maximal admjis
Type de surface de perte
Classe 1 Classe 2 Classe 3
Flottement sur um\bain Cuivre nu
d’alliage de.brdsage Or ou nickel A Pétude
(essai 19¢ de la CEI 326-2) Matériau de base
Meétaux fusibles
Pas de préconditionnement Métaux fusibles A Pétude
(étain ou étain plomb)
(Optionnel) Cuivre nu
Essai Ca, sévérité 21 jours, Or ou nickel A Pétude
de la CEI 68-2-3 Matériau de base
Métaux fusibles
(Optionnel) Cuivre nu
Essai Na — 5 cycles — Or ou nickel A Tétude
de la CEI 68-2-14 Matériau de base
Meétaux fusibles
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TABLE 2

Adhesion requirements (cross-cutting)

Conditioning prior
to cross-cutting

Type of surface

Allowed classification
according to ISO 2409

Class 1 Class 2 Class 3
Solder float Uniform, non-interrupted
(Test 19¢ of IEC 326-2) surface of :
— bare copper 1 0 0
— gold or nickel 1 1 0
— base material 0 0 0
D PF Jiﬁ u:ué Uu;fuun, TFO1Y ;ut\.uuptm‘.‘l
surface of :
— melting metals 2 1 0
(tin or tin-lead) A
Optional) Uniform, non-interrupted
Test Ca, severity 21 days, surface of :
of IEC 68-2-3 — bare copper 2 \ 1 0
-~ gold or nickel < 0
— base material 0 0
— melting metals 3 1
Optional) Uniform, non-interrupted /
Test Na — 5 cycles — surface of :
of IEC 68-2-14 6 2 1 0
kel 1 0
1 0 0
3 2 1

i 1
INote — For classification according to IS(!K 2402(}@\ N >

9
A

seg tab
NS

TABLE 3

hesion requirements (tape-test)

Conditioni 10"

Type of surface

Maximum allowed
percentage of loss

Class 1 Class 2

Clasg 3

Solder floa

(Test 19¢ of TEC 326-2)

Bare copper
Gold or nickel
Base material
Melting metals

Under consideration

No preconditioning

Melting metals
(tin or tin-lead)

Under consideration

(Optional) Bare copper
Test Ca, severity 21 days, Gold or nickel . .
of IEC 68-2-3 Base material Under consideration
Melting metals
(Optional) Bare copper

Test Na — 5 cycles —
of IEC 68-2-14

Gold or nickel
Base material
Melting metals

Under consideration
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TaBLEAU 4 — Classification de résultats des essais

Aspect de la surface qua-
drillée, lorsqu’un écaillage

Classification Description s’est produit
(Exemple pour six stries
paralléles)

0 Les bords des stries sont réguliers ; aucun des carreaux
. . . 7 i
du réseau ne s’est détaché
Dv ) %4 &ea \’4\/“;:1\40 ou dUllt d\:t '\/h\’lUD du l\zVCI.blllUllt A.
1 Pintersection des stries. La zone du quadrillage
affectée ne dépasse pas 5%
AN \ A
q
Le revétement s’est écaillé le long des bords des stri
2 et/ou a leur intersection. La zone du quadrilldge Ll
affectée dépasse 5%, mais reste inférieure a 159 \C
T
Le revétement s’est écaillé le long di i \l\
lement ou complétement en larges
3 écaillé partiellement ou compléte

523

5.2.3.1

mesure sera réalisge
In ou des €

Eprouvettes

ur doit
hm. La
elconducteur, sauf si la norme applicable {ndique
’essai d’arbitrage est I’essai 15b de la CE] 326-2,

Pxigences pour les valeurs minimales d’épaisseur

Classe 1 — Recouvrement visuel
Classe 2 — 0,013 mm minimum
Classe 3 ~— 0,025 mm minimum

524

Trois éprouvettes, revétues d’épargne de brasage traitée et durcie selon les recommandations
du fabricant, sont évaluées (voir 5.2.1.1).

Dureté

La dureté de I’épargne de brasage durcie est déterminée par la méthode du crayon confor-
mément a la méthode d’essai 2 de la présente spécification (voir annexe A). Le fabricant de
'épargne fixe les limites de dureté que I'on peut espérer lorsque le revétement en polymére a été
correctement traité et durci ; suite 4 un accord entre le client et le vendeur, des exigences spéci-

fiques de dureté peuvent étre acquises, mais ne peuvent en aucun cas étre inférieures a une dureté
de 2B.
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TaBLE 4 — Classification of test results

Appearance of surface of
cross-cut area from which
Class Description flaking has occurred
(Example for six parallel
cuts)
0 The edges of the cuts are smooth ; none of the squares
of the lattice is detached
De: = —
1 sections of the cuts. A cross-cut area not distinctly /
greater than 5% is affected \‘\
A -
The coating has flaked along the edges and/or at the \ \>
5 intersections of the cuts. A cross-cut area distinctly N »
greater than 5%, but not distinctly greater than 15% is
affected
\ D
. N\
The coating has flaked along the edges
partly or wholly in large ribbons, and/or/it h \> L_
3 partly or wholly on different parts of the squages. A [~
cross-cut area distinctly greater tljan \159 > . i~
distinctly greater thag/é”%\is a 4

5.2.3 Dfmensional

mepts when measured to

5.2.3.1 [lest specimen

Class 1 — Visual coverage
Class 2 — 0,013 mm minimum
Class 3 — 0,025 mm minimum

. The measurement shall be made at
dard indicates (an) alternative location(s).
Microsection. The minimum thickness valu

The referee test shall be tést ,
tabje 5 have ; « ~ eqliirements.

Minimum thickness requirements

the

BS 1IN

Three test specimens, with the solder resist coating applied and cured as recommended by the
manufacturer, shall be evaluated (see 5.2.1.1).

5.2.4 Hardness

The hardness of the cured solder resist shall be determined by the pencil test in accordance
with test method 2 of this specification (see annex A). The solder resist manufacturer shall report
the limits of hardness that can be expected when the polymer coating is properly applied and
cured. When agreed upon between customer and vendor, specific requirements regarding
hardness shall be met, but in no case the hardness shall be less than 2B.


https://iecnorm.com/api/?name=86229b209d17bf86f53e983233667921

— 20 — 249-3-3 © CEI 1991

52.4.1 Eprouvettes

Trois éprouvettes, revétues d’épargne de brasage traitée et durcie selon les recommandations

du fabricant, sont évaluées (voir 5.2.1.1).

5.2.5 Choc thermique

5.2.5.

53
5.3.1

5.3.1

532

L’éprouvette, revétue d’épargne de brasage, est préconditionnée conformément a Pessai 18b de

la CEI 326-2 pendant une période minimale de 1 h et maximale de 4 h. On utilisera

un flux

active a 0,2% comme spécifié en 6.6.2 de la CEI 68-2-20. A I'issue de P’essai de choc thermique,
I’éprouvette ne doit présenter aucune trace de carbonisation, de contamination, de ramollis-
sement ou de soulévement. Pour les produits de classes 1 et 2, le soulévement est permis. Le

tableau 6 spécifie la méthode d’essai, la température et la durée a utiliser.

4

TABLEAU 6 — Conditions d’essais pour le choc thermigue

Classe Meéthode d’essai Duftée
de la CEI 326-2 S

2 19¢ 1

3 19f 0

selon les recomman

Eprouvettes

Trois éprouvettes, revétues d’ép
du fabricant, sont évaluées.

Fssais chimiques

recherchée delg/carte imprimée, comme peut le faire par exemple une coulure de ’épa|
ung’ autre contamination, suite a 1’essai effectué selon la méthode d’essai 14a de la CH

dations

Le revétement durdi argne de brasage nendoit faire apparaitre aucune dégradajif)n des
caractéristiques de 9 ple rugosité de la surface ou bavure, modification
de ’épaisse la couleur, suite a ’essai effectué selon la héthode
d’essai 17 er est un flux activé (0,2 %) comme spécifié en 6.6.2 de
la CEI 68-2-20 pération de brasage.

vec un revétement d’épargne de brasage traitée et durcie s¢lon les

isabilité
rgne ou
I 326-2

lavae ptilicatr e
Vee

A3a—fF1 S/ Na X1 VAN [T 24 gy 31 oNY 0o AN
SOOI Gt T A —aCH VO (UZ 7o) COTINIIT S PCCHTECIT UL U 20T CET 006-2-2U°

5.3.2.1 Eprouvettes

Trois cartes imprimées, revétues d’épargne de brasage traitée et durcie selon les recom
tions du fabricant, sont évaluées.

5.3.3  Mouillabilit¢ au flux de brasage des surfaces revétues d’épargne de brasage durcie

manda-

Le degré de démouillage autorisé du flux sur I’épargne de brasage durcie est fixé par accord
entre le fabricant et I'utilisateur de la carte imprimée. Les éprouvettes sont recouvertes d’un flux
spécifie comme normal par l'utilisateur. Le degré de démouillage est vérifié aprés application du

flux d’'une maniére estimée normale par l’utilisateur.
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5.2.4.1

Test specimen

Three test specimens, with the solder resist coating applied and cured as recommended by the
manufacturer, shall be evaluated (see 5.2.1.1).

5.2.5 Thermal shock

The solder resist coated test specimen shall be preconditioned in accordance with IEC 326-2,
test 18b, for a minimum of 1 h and a maximum of 4 h. The flux shall be an activated flux (0,2 %)
as specified in 6.6.2 of IEC 68-2-20. The test specimen shall not exhibit charring, contamination,
softening, or lifting when tested by thermal shock. Lifting is allowable for class 1 and class 2
products. The test methods, temperatures, and times shall be as specified in table 6.

5.2.5.1

TABLE 6 — Thermal shock test conditions

Class 1EC 326-2 Time
Test method S
19¢ 5

; o IO

[ est specimen Q

—

Three test specimens, with the soldep applied @1 curgd as recommended by the
manufacturer, shall be evaluated.
5.3 Chdmical tests
5.3.1 Resistance to solvents, fluxes, and sola
The cured solder resi i agdégradation in surface characteristics, puch
as $urface roughness/or webbing, s& istering, or colour change when tested according to
tes{ method 17a.0f IEC 3 be an activated flux (0,2%) as specified in 6.62 of
IE 68-2-20, @ﬁ
5.3.1.1 Vest specim
Three pyi e solder resist coating applied and cured as recommended by the
mapnufactiver, s
532 S¢lde
The soldér resist coating process shall not adversely affect the desired solderability of the
pripted board, as a result of solder resist bleeding or other contamination when tested according
to fest.mnethod 14a of IEC 326-2 using an activated flux (0,2%) as specified in 6.6.2 of |IEC
68-D20
5.3.2.1 Test specimen

Three printed boards, with the solder resist coating applied and cured as recommended by the
manufacturer, shall be evaluated.

5.3.3  Wertability of the cured solder resist surface by soldering flux

The degree of allowable dewetting of flux on a cured solder resist shall be as agreed between
user and board manufacturer. The specimens shall be covered with a flux that is specified as
normal for the user. The degree of dewetting shall be assessed after applying the flux in a
manner that is normal for the user.
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5.3.3.1 Eprouvettes

Trois éprouvettes, plaquées cuivre, revétues d’épargne de brasage traitée et durcie selon les
recommandations du fabricant, d’un format de 250 mm * 5 mm x 250 mm * 5 mm, sont

évaluées.

5.4 Reéactions a Uenvironnement

Les cartes imprimées de production ou les éprouvettes doivent étre nettoyées, manipulées et
stockées de telle fagon qu’au moment de I'opération de revétement de I’épargne de brasage pour
les essais d’aptitude a 'environnement, les cartes ou éprouvettes d’essai obéissent aux exigences

de propreté (publication de la CEI a I’étude).

54.1 Reésistance-disolement

ba de la CEI 326-2.
54.1.1 Eprouvettes

Trois éprouvettes, revétues d’épargne de brasage traitég et

CEI 326-6.

5.4.2 | Résistance d’isolement en condition

La résistance d’isolement en co
mesurée dans les conditions fixées
[CEI 326-2. Les conditions et les exigences mini

comme
d’essai

dations

u fabricant, sont évaluées. Ces éprouvettes peuvent é s aux éyaluations ¢de 5.4.2
et 5.4.3. L’essai d’arbitrage est effectué sur le < tte composép de la

¢/ imprimée revétue d’épargne est
e gelon la méthode d’essai Ga de la
equises sont speécifiées dans le tablgau 7.

TABLEAU 7 — Wc%sa\' % résistance d’isolement en conditions humids
N

N

L Tension Résistance Résistgnce
. de polarisation minimale minimale
1 .
Classe g (courant continu) |  dans la chambre aprés reprise
v MQ M
10 jours 100 100 1000
21 jours 100 100 1000
CEI 68-2-3,
Essai Ca, continu i 100 500 5000
HR (93 :g)% 56 jours
40°C £ 2°C
3 ou
CEI 68-2-38, 10 cycles
Essai Z/AD, cyclique . fle 24 h 100 500 5000
HR 80-96% a lexcl}.\swn
. des températures
2565°C négatives
Note — Le choix entre les deux méthodes d’essais de la classe 3 doit étre fait par accord entre I’acheteur et le
fournisseur.
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5.3.3.1 Test specimen

Three coated copper-clad specimens 250 mm *+ 5 mm X 250 mm + 5 mm, with the solder
resist coating applied and cured as recommended by the manufacturer, shall be evaluated.

5.4 Environmental

The production printed boards or test specimens shall be cleaned, handled, and stored so that,
at the time of coating the solder resist in preparation for environmental testing, the boards or test
specimens shall meet the cleanliness requirements (IEC publication under consideration).

5.4.1 Insulation resistance

e solder-resist coated printed board shall have a minimum resistance(as spési in the

5.4.1.1 [Test specimen

ree printed boards, with the solder resist coating applied a g y the
manufacturer, shall be evaluated. These specimens may alsdbe u: and
5.43. The referee test shall be performed using coupor m_the { n in
IEC 326-6.

54.2 Moisture and insulation resistance

The moisture and insulation resistince e Iest board shall be subj¢cted
to the conditions of the relevant class a 1 method 6a of IEC 326-2 The
tesf conditions and minimum requirenients for elevant classes are specified in table 7.

TaBLe 7 0S| ) tion Yesistance test conditions

\_,P()larizing Minimum Minimum|
voltage requirement requirement
- (d.c) in chamber after recovefy
\% MQ MQ

\>10 days 100 100 1000

21 days 100 100 1000
IEC 68-2-3,
lest Ca, steady state 6 d
93 *1)% RH 56 days 100 500 5000
40°C £ 2°C
3 or
IEC 68-2-38, 10 cycles of 24 h
Test Z/AD, cyclic duration,
80-96% RH excluding 100 500 5000
o sub-zero
25-65°C temperatures

Note — One of the two methods of test for class 3 shall be agreed between purchaser and supplier.



https://iecnorm.com/api/?name=86229b209d17bf86f53e983233667921

— 24 — 249-3-3 © CEI 1991

5.4.2.1 Eprouvettes

Trois cartes imprimées, revétues d’épargne de brasage traitée et durcie selon les recommanda-
tions du fabricant, sont évaluées (voir 5.4.1.1). L’essai d’arbitrage est effectué sur le coupon «J»
de I’éprouvette composée de la CEI 326-6.

5.4.3  Electromigration

Les éprouvettes ayant subi I’essai selon 5.4.2 ne doivent laisser apparaitre aucune électromi-
gration aprés examen avec un dispositif optique de grossissement approximatif 10. Si cela est

spécifie, des éprouvettes supplémentaires sont évaluées selon la méthode d’essai 3 de cette spéci-
fication (voir annexe A).

5.4.3.1 Eprouvettes

Trois cartes imprimées, revétues d’épargne de brasage traitée et durcie gé
lions du fabricant, sont évaluées. L’essai d’arbitrage est effectué sur le
vette composée de la CEI 326-6.

es recommanda-
J *éprou-

5.4.4 | Stockage a haute température

L’éprouvette revétue d’épargne de brasage ne doit présente ' ) hent ou

TABLEAQ §
Conditions d’essai pour /l@lxc a %te ipérature

N\ \
N\ i
Classe onditions Du\ré\/;e{nperature
ssai °C
&hﬁm 100

6 jours 125

e

(&

5.44.1 Eprouve
Trois ca % revétement d’épargne de brasage traitée et durcie s¢lon les
Fecommandatid ’ ~ ili

5.4.5

argne de brasage ne doit présenter aucun cloquage, décollemhent ou

TABLEAU 9
Cycle thermique

Classe Condlthns Cycles Tempoerature
d’essai C
1 — —_ —

2 CEI 68-2-14 5 —55a +125

3 CEI 68-2-14 100 —65a +125

5.4.5.1 Eprouvettes

Trois cartes imprimées, avec un revétement d’épargne de brasage traitée et durcie selon les
recommandations du fabricant, sont utilisées.
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5.4.2.1 Test specimen

Three printed boards, with the solder resist coating applied and cured as recommended by the
manufacturer, shall be evaluated (see 5.4.1.1). The referee test shall be performed using coupon
“J” from the composite test pattern in IEC 326-6.

5.4.3  Electromigration

The specimens tested in accordance with 5.4.2 shall exhibit no electromigration when
examined with approximately 10 linear magnification. When specified, additional specimens
shall be tested and examined according to test method 3 of this specification (see annex A).

5.4.3.1 Test specimen

ree printed boards, with the solder resist coating applied and cured as re ended tj' the
mapnufacturer, shall be evaluated. The referee test shall be performed using/& the
compiposite test pattern in IEC 326-6.
5.4.4 Hjgh temperature storage
The solder resist coated test specimen shall not exhibit blistering g of
the|solder resist when subjected to the conditions in table 8
TABLE 8
High temperature sﬁ)@e& est’c n?ftﬁons
-
Class st e \ Temperature
conditidas °C
5441 Vest specim@
Three printe r the
mahnufacturer, shaf
5.4.5 Tdmperature
The sokder re ' : king
when )
TABLE 9
Temperature cycling
Class Test method Cycles Tem;:e(r:ature
1 — — -
2 IEC 68-2-14 5 —55to +125
v 3 IEC 68-2-14 100 —65to +125

5.4.5.1 Test specimen

Three printed boards, with the solder resist coating applied and cured as recommended by the
manufacturer, shall be evaluated.
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6 Dimensions, quantités et tolérances des matériaux achetés

6.1

6.2

7 Enpballage

7.1

Epargne de brasage en film sec

I 1991

La largeur des rouleaux de film sec est celle commandée. Le tableau 10 donne les tolérances

associées aux largeurs pour les rouleaux d’épargne en film sec.

TasLEAU 10 — Tolérances

Largeur Tolérance
mm mm
Insqu’a 700 + 10
0
Au-dessus de 700 + 1,6

La longueur du rouleau est celle commandée ; une tolérance’de
Jongueur de rouleau on ne doit pas rencontrer plus de trojs.joints.

iccord entre acheteur et vendeur. Les traces de fliage i froi
youleaux ne doivent pas excéder 0,4 mm.

Epargne de brasage liquide

La quantité d’épargne de brasage i e commandée ; une tolérance de =+
dmise.

Kpargne de brasage

Les rou
belon leur taille,

ndividuellement enveloppés d’un matériau d
peuvent étre enfermés par paire ou par plusieurs
es rouleaux d’'un méme emballage doivent étre dul
ges doivent étre en conformité avec les régles et régl

ropres..Peur la ljvraison, plusieurs bidons peuvent étre groupés dans des emballages dy
ous(les bidons’d’un méme emballage doivent étre du méme type de produit. Tous les
ges/doivent €tre en conformité avec les régles et réglements applicables du transporteu

S toute

L’épargne doit étre enroulée sur un mandrin dont la taille e ériap font 'objet d’un
e R¢pargne aux bords des

5% est

paque.
paires
méme
ements

état et
rables.
embal-
r.

8 Marquage des emballages

Le fabricant doit marquer les emballages selon les régles légales en vigueur. De plus, chaque
emballage doit comporter un marquage durable et lisible fournissant au minimum les indications

suivantes :

a) Numero de cette spécification pour indiquer la conformité a ses exigences.

b) Code de désignation du matériau incluant le type, la classe, le degré d’inflammabilité, etc.

¢) Numéro du lot de fabrication.
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6 Dimensions, quantities and tolerances of the materials as purchased

6.1 Dry film solder resist
The width of the dry film rolls shall be as ordered. Table 10 gives the width tolerances for

standard rolls of dry film solder resist.

TABLE 10 — Tolerances

Width Tolerance
mm mm
Up to 700
Over 700

an

anfl vendor. Cold flowing of resist at ends of rolls sha

6.2 Liquid solder resist

Fhe quantity of the liquid solder re h a tolerance + 5%.

hralNp ordere

7 Packhging

ding
rolls
All

7.1 Dn) film solder resist

Dry film s
on|the size of the€ »

together, in dura

mdividually wrapped with an opaque material. Depen
olls may be enclosed as pairs, or several pairs of
a single case shall be of the same lot of material.

able carrier rules and regulations.

veral
bame

7.2 Li
ist shall be supplied in strong, sound, and clean containers. Se

: pplied in durable cases. All containers in a single case shall be of the
lot{of material. All containers shall comply with applicable carrier rules and regulations.

8 Marking of containers
The manufacturer shall mark containers in accordance with applicable legal requirements. In

addition, each container shall be legibly and durably marked with at least the following :

a) The number of this specification to indicate compliance with the requirements.
b) The designating code for the material, including type, class, flammability, etc.

¢) The manufacturer’s lot or batch number.
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d) Nom du fabricant ou marque déposée.

€) Température de stockage spécifiée, ou gamme de températures, et date limite d’utilisation.

f) Toute instruction de sécurité ou note d’avertissement par exemple danger au feu, point éclair

ou toxicité.

g) Instructions pour le mélange, si nécessaire (par exemple pour produits fournis en emballage

séparé).

h) Quantité dans ’emballage.

9 Conservation

1
I

Les épargnes de brasage brutes ou leurs composants doivent, lorsqu’el}é

eur emballage étanche d’origine dans des conditions spécifiées de te
bropriétés jusqu’a la date limite d’utilisation (voir 8e¢)).

S

é¢s dans

er leurs
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d) The manufacturer’s name or registered trade mark.
e) The specified storage temperature, or range of temperature, and final date of use.

f) Any applicable safety instructions or warning notices, such as flammability, flash-point, or
toxicity.
g) Mixing instructions where appropriate (for example for two-part materials).

h) The quantity in the container.

9 Storage properties

iolder resist coating materials, or their components, when stored in tifeir Orginal’sgaled
conptainers under the specified temperature conditions shall retain specifie@\prog b the
finpl date for use (see 8e)).

S
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ANNEXE A (normative)

METHODES D’ESSAIS

Méthode d’essai 1 — Stabilité hydrolytique

Cet essai a pour but de déterminer la tenue du revétement d’épargne de brasage traitée

lorsque

ce dernier est exposé a une forte humidité, sous une température spécifique pendant une durée

déterminée en fonction de la classe. Cet essai permet également d’évaluer la qualité de:

A

Equipements et produits :

— sulfate de potassium, qualité «réactif» ;

— dessiccateur, diamétre minimal de 250 mm ;

— tampons de coton ;

— chambre d’essai capable de maintenir jusqu’a 100°C

Méthode d’essai :

Condition d’essai: Température selon la spécifigati Sne ¢sultant de la §
Kaline saturée prescrite (environ 90%).

100 cm®) 4 la température d’essai i
dessiccateur jusqu’au niveau juste
de potassium doivent rester visible:
de la chambre.

les éproufettes
couvercle du'de

INoter — L’éprouvette peut étre examinée en cours d’épreuve si on a un doute sur la tenue du revétement et s

S cartes

olution

5 g par
dans le
sulfate

nche le

Placer l g . iccateur dans une position verticale sur la plaque en céfamique

5 par la

VOIr si

irticules

le temps

requis pour I’évaluation semble critique.
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Al

ANNEX A (normative)

TEST METHODS

Test method 1 — Hydrolytic stability

This test method is to determine the resistance of the applied solder resist coating when
exposed to high humidity at a specific temperature and time condition for each class. This test
method is to evaluate the quality of the coated printed boards under storage conditions (non-

ope

N

rating).

Ipparatus and materials :

reagent grade potassium sulphate ;

desiccator, 250 mm diameter minimum ;

cotton swabs ;

test chamber capable of maintaining up to 100°C % 2°¢

est procedure :

sa

sa

(
prd

sh

the

est condition : Temperature per the relevant specifi
rated salt solution (approximately 90% RH).

Notg A/ Examination and testing may be done at intervals between the test chamber time requirements if th
Mﬂﬂhmﬁm time-is-critical

ibed

per
br tO
the

and

1ens

Fion.

e for

s of

Bre is
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